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La impresién en hueco de placas metdlicas se ubi:

liza ya para la reproduccién de textos y en particular pa®a
las mdquinas de poner direcciones en el correo. Una apli—v

cacidn en la medicina consiste en marcar sl nombre del end

fermo en placas radioldégicas, y tambiénlen la metalurgia'
para la identificacidén de piezas o muestras estudiadas pof
por medios gramafoldgicos o radiogrdficos.

En los ejemplos en que se emplean irradiaciones
o radiaciones, es necesario que la placa_metélica de sefial
presents diferencias de absorcién de la radiacién, repar-
tidas segin el texto, de tal manera que la misma aparezca
sobre 1los clichds con un contraste suficientse.

Bstas dltimas consideraciones§son, naturalmente,
vdlidas para todas las aplicaciones en las gue se pone en
juego la radiacién y su absoreién, no siendo limitativa la
descripeidn de los gqjemplos que se dan.

Tas placas comunments utilizadas estdn constituil+
das por un soporte metdlico, transparente a la radiacidn,
utilizedo recubierto por una_pelicula.ae plomo de un espe-
sor dado, matrizdndose seguidamente el conjunto segin el
texto a reproducir. ‘

El tratamiento del matrizado détermina un adelga~
zemiento de la pelicﬁla de plomo &l nivel ds los caracte-
res, obteniendo asf la placa metdlica transparente a las
radiaciones utilizadas.

Los procedimientos habituales de laminado, f£ija-:
cién del lecho de plomo y demds, no permiten obtener una
adherencia suficiente ni controlgr convenientemente el es+t
pesor. Bl laminado de los espesores en el orden de 1/10

de mm. es, de hecho, irrealizable en gran serie, si se de=
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gean resultados constantes y, en particular, un reparto hd-

mogéneo del espesor en toda la extensidn de la placa.

La invencidn tiene por finalidad remediar estos
inconvenientes y se refiere, al efecto, a un procedimientd
para dépositar un revestimiento de plomo sobre placas sé-
lidas por via eldctrica, en el cusl los slectrodos positi-
vos constitufdos en plomo y el elsctrodo negativo consti-
tufdo por la placa & revestir, se hallan o son situados en
un bafio de electrolito apropiado; procedimiento caracteii—
zado porque se proveen los bordes perifdricos de los elec-

trodos, de un aislante, a fin de realizar un campo eléc--

trico homogéneo, lo que permite obtener un depésito de plo
mo regular, homogéneo y coherente sobre la placa negativa.

Ia invencién se extiende a los medios para la prdctica de

De acuerdo con una caracteristice de la invencién|
los medios que permiten la formacién de un campo eléectrico
homogéneo se hallan constitufdos por un cuadro conductor
que cubre el contorno del cdtodo, estando recubierto dicho
cuadro por un aislante. Y asimismo la invencidn se extien-
de a las placas obtenidas por este procedimiento o sistems
gimilar,

Para mejor comprensiénde esta memoria se acompa=-
fian los dibujos adjuntos que muestran un ejemplo de reali-
zacidén del objeto de la invencidén en el que caben cuantas
variantes constructivas sean posibles sin que se altere lg
esenciz de la misma; en dichos dibujos:

La fig. 1 es una vista esquemdtica que muestra,de

frentes, un electrodo en el bafic de elsctrolisis,
La fig. 2 e¢s una vista esquemdtica de la fig. 1
por el corte segin la 1linea A-A de la misma.

De conformidad con la invencién, se realiza una
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obtener una adherencia suficiente de la pelicula de plomo

que se preste bien al matrizado y con la posibilidad de
realizar, a la demanda, los espesorses de plomo mis conée-
nientes, teniendo en cuenta la énergia de radigcidn utili-
zada, por una parte; y 'por otra parte, prestdndose de mang
ra especialmente ventajosa a la produccién de una gran se-
rie, automatizada o no.
El presente procedimiento consiste en especial,
Bn el depbsito, por el esistema de electrolisis, de un re-
vestimiento de plomo sobre una placa de limina de hierro.
Gradas a una disposicidn conveniente de los ano-
dos y a la utilizacidén de unas cachas aislantas, es , en
efecto, posible realizar un reparto del campo eléctrico
muy homogéneo, asegurando asi una regularidad muy precisa
de la cantidad de plomo depositada. En cuando al valor ab-
solutth del espesor propiamentehdicho, puede variar segin
las necesidades, algunos micrones: es decir, desde algunog
micrones hasta algunos milimetros.
La cuba de electrolisis se halla dispuesta de tal
manera que la placa a revegtir de plomo se halla colocada
en cdtodo entre dos placas de plomo, sensiblemente de las
mismas dimensiones’o algo mayores, que sirven de anodos.
El conjunto se dispone verticalmente, siendo la distancia
entre cédtodo y anodo de algunos cent{metros. Para obtener
un depdsito homoBéneo sobre.toda la superficie catddica eg
necesario distribuir la corrisnte por los cuadros conduc~
tores que cubren el contorno del cdtodo y las caras de lo
cuadros en contacto con la electrolisis se hallan aislado
mediante un varniz aislante inatacable en el slectrolito.
El espesor de los anodos debe calcularse de mane-

ra que el impacto ohmico, en el plomo que les comstituye,
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95 sea pricticamente despreciable.Como para los cdtodos, la

distribucién de la corriente puede ser llevada por un cuaf
dro del mismo tipo que el antes descrito.

En el ejemplo representado en las figs. 1 y 2
el medio para llevar a la prdctica el procedimiento com~
100 porta una cuba de electrolisis (1) en la que se disponen
los anodos (2) de metal de aportacién y un cdtodo (3) dis4
puesto entre los dos anodos, siendo el citado cdtodo (3)

la placa ambtes citada, a recubrir.

Cada nno de los electrodos (2-35 se halla provisd
105 to de un cuadro conductor (4) conectado a los bornes de
alimentacién de la corriente eldctrica.

De acuerdo con la invencidén, el cuadro o marco
conductor se halla cubierpo por un aislante (5).

Bl aislante se halla constitufdo ventajosamente
110 por un barniz resistente a la electrolisis; esta disposi-
cidn particular de los electrodos parmije suprimir efectod
indeseable s y obtener, sobre el slectrodo a tratar, un re=
parto homogéneo del campo eléctrico y de la densidad de
corriente, permitiendo el depdésito de un lecho de plomo
115 perfectamente regular, exento de fisuras Yy venas o anillog
cuyo espesor es perfsctamente controlable en especial en
funcién de la duracién de la electrolisis.

La capa de plomo asi{ depositada sobre las placas
. presenta una estructura perticularmente maleable, suscep-

120 tible de ser fécilmente matrizada, cualquiera que sea el

espesor de la capa de plomo, lo que permite la construceidn
! de placas susceptibles de ser destinadas a productos de al-

ta caedencia de fabricacién, dada la sencillez y rapidez

del presente procedimiento.

Bl citado procedimiento se explica en los ejemplds

!

que a titulo no limitativo, se exponen a continuacién: !
|

125
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Para la confeccién de las placas se parte de ldmina de hﬁj-

rro o mds exactamente, de hoja de hierro galvanizado bien

130 por electrolisis ¢ bien por templado. Ias placas son des-

engrasadas inmediatamente y desoxidadas en wn bafio adecua:
‘do, completado de la siguiente manera:

Bafio de detergente de desengrase y
dexoxidacién 9% 0 & 0O 608 BO O TR OISO VERE LSRN gélo%

135 Aditivo tensioactivosseecssossevacssscaness 6 4 10%
Temperatura;...............;.....Q........de 408C 4 80g¢
PHetesososnssneassssssacscnsoscanseesssscnede 12 a 13,
INMOrsibNeceecovecsvsresccsessesasvecsavsssda 1 a 10 minut}

Inmediatamente son montadas en las cachas aislans

130 tes que protegen las aristas evitando asi los efectos in-
convenientes conocidos en la técnica de electrolisis. Las
placas asf{ montadas con situadas en cdtodo en los bafios

de emplomado cuya composicién es la siguiente:

Carbonato b4sico 36 PlOMO.ceescccossasessl29 gr./litro
145 Acido f£luorhfdricoecceecse{@a 50%)ecescea.240 gr./litro
ACi30 DEriCOsesessssscasssasscnceseseesesl06 gr./litro
GolatiNgesevesccssessecasncscoscscascsees0s2 gr./litro
Parece ser que estas condiciones, muy amplias,
permiten para una misme instalzcidén, seguir de una manéra
150 muy 4gil, mucho més que con un laminador, las variaciones

de la demanda y por tanto bajar los precios de venta.

Lag placas son seguidamente dessrmadas, desmonta

das y almacenadas para un trabajo ulterior.

EJEMPIO 2

155 Se encarz un emplomado en continuo haciendo rodar la 1ldmi

na entre dos placas anddicas, estando sus zristas natural

mente protegidas, por ejemplo, por un barniz preliminar

i o haciendo deslizar la 1ldmina entre dos cachas aislantes
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de forma apropiada. En este caso, el matrizado puede intex~"

¥ e
eyaiofriadia f

venir inmediatamente despuds de las operaciones de electrg-.
lisis ¢ con ellas,Adesarrolléndose entonces la operacién ¢n
continuo y puede ser automatizada.

. Finalmente debe seflalarse que en esta invencidn
caben cuantas maneras de ser llevads a la prictica sean

posibles sin que se altere la esencia de la misma.

NOTA - Descrito suficientemente lo que anteceds sélo restg

gseflalar que lo que 88 declara propio y nusvo del solicitan

te es lo contenido en las siguientes:

REIVINDICACIONES

1l - Procedimiento para depositar un revestimiento
de plomo sobre placas sdlidas pars su impresién por magri-
zaje, por medio de electricidad, en el cual los electrodos
positivos constitufdos en plomo y el electrodo nsgativo
constitufdo por la placa a revestir, son situados en un
bafio electrolitico apropiado, caracterizaﬁdose por el hechp
de que se provéen los bordes periféricos de los electrodos
de un aislante a fin de lograr un campo eléctrico homogé-
neo y coherente sobre la placa negativa.

2 - Procedimiento, segin reivindicacién 12 carac-
terizado porque se utiliza como placa sélida una lémina
de hierro fina, que se encierra en un cuadro conductor que
recubre el contorno del cidtodo, y se recubre el cuadro con
un aislante.

3 - Procedimiento, segin reivindicaciones 1 y 2 cg-

racterizado porque el contorno del cuadro se recubre con
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un barniz aislante, inatacable en el electrolito.

4 - Procedimiento, segin reivindicaciones 1 y 2
caracterizado porque ge recubre el contorno del cuadro con
ductor del cdtodo por un marco o cuadro aislante, preferen
teman#e de material pléstico. ‘ '

5 - Procedimiento, segin reivindicaciones de 1 a
4 caracterizado porque se smplaza el eléctrodo negativo
constitufdo por la placa a revestir, entre los dos electrd
dos positivos en la cuba de electrolitos,o electrolisis.

6 - PROCEDIMIENTO PARA DEPOSITAR UN REVESTIMIEN-

TO:DE PLOMO SOBRE PLACAS SOLIDAS PARA SU IMPRESION POR MA-
TRIZAJE.

Todo segin se describe en esta memoria que cons-
ta de ocho hojas foliadas y escritas por una cara con dos-

cientas dos lineas y dibujos anexos.
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